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o que défini par la revendication 1. - du joint de brasure : en effet, une surface trop

\J - D'autres objets, caractéristiques et resultats de: grande ou trop _pefite, par rapport & des valeurs

* . - linvention ressortiront de la description suivante, <40 préalablement définies, indique respectivement une
-donnée A titre d'exemple et illustrée par les des- brasure trop étalée, avec risques éventusis de
sins annexés, qui représentent .aux figures 1 et 2 court circuit, ou au contraire une connexion- insuffi-
difiérentes variantes de réalisation. : sante sur le plan électrique et/ou mécanique.

Sur ces différentes figures, d'une part les mé- "~ Dans une variante de réalisation, afin d'affiner
mes références se rapportent aux mémes éléments 45 |2 mesure du courant et de s'affranchir notamment
et, d'autre part, 'échelle réelle n'a pas été respec- des fluctuations de pression du gaz environnant, on
tée pour fa clarté du dessin. mesure périodiquement le courant émis par une

La figure 1 représente une variante du d:spos:-_ électrode supplémentaire (non représentée) servant
tif selon l'invention. d'étalon et dont l'aire est connue, de préférence

Sur cette figure, on a représenté schématique- 8o  voisine de celle du joint sous test.
ment le bottier 1 relié au substrat 4 par exemple Selon une autre variante de réalisation, on in-
par deux joints, dont I'un est repéré 50 et rehé aun verse périodiquement la polatité des tensions ap-

. plot latéral 60. pliquées de sorte & utiliser périodiquement I'élec-

Dans ce mode de réalisation, le substrat _4 : trode 73 comme cathode ; la surface de I'électrode
porte une électrode 73 disposée de sorte & 8tre 55 73 étant connue, elle peut servir d'étalon : ce
placée sous le boitier 1, donc au voisinage du joint processus permet ainsi également de normaliser
50 & tester. Cette électrode 73 est reliée & un plot les mesures du courant. D'une maniére plus géné-.
latéral 71 de maniére analogue au joint 50. Le plot *©  rale, la tension appliquée entre cathode et anode
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‘known, i tCe contrble peut -s_'eﬁectuer' par comparaison 40 par le-fait que le deuxidme plot (60) est dlspo-
des valeurs obtenues pour chacun des joints & $é sur le substrat (4).
tester & une fourchette de valeurs de référence
préétablies, ou encore par mesure successive de - Claims

. toutes les surfaces des brasures d'un méme en-
semble, détermination d'une moyenne et élimina- 45 1. Device for inspection of soldering by electronic

tion des valeurs extrémes. measurement of the area of the soldering,

‘Ce dispositif est également applicable, par . characterized in that, with the soldering for-
exemple, au contrble des motifs conducteurs dépo- ming a joint (50) between an electronic compo-
sés sur un substrat, par sérigraphie notamment. nent package (1) and an interconnection sub-

Il est encore applicable, comme illustré sur la 5o strate (4), the device includes an slectrode (73)
figure 10, au contrBle de motifs isolants. arranged on the substrate, beneath the pack-

Sur cette figure, on a représenté un substrat age, and electrically connected to a first con-
isolant 90 sur lequel a été déposé un motif isolant _ tact pad (71) arranged on the substrate at the
91 dont on souhaite contrbler 'aire. A cet effet, on = periphery of the package, the first contact pad
dispose sur l'autre face du substrat 90 un -motif 56 being raised to a first potential; in that the joint
conducteur 93 de surface voisine de celle du motif (50) is electrically connected to a second con-
91, qu'on porte & un potentiel négatif 4 I'aide d'une tact pad (60, 53) also arranged at the periphery
pointe 94. Au dessus du motif 91, on dispose une of the package, and in that it furthermore in-
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and el igoallaajub rsgit th@rme (pldne, dxéloppahte vial ues. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé

gauche) de sa surface, et quelle que soit son 35 par le fait que le deuxiéme plot (53) est dispo-

application : brasure de boftier (du type connu sé sur le c8té du bofier (1), en contact électri-

sous le nom de Pad Grid Array par exemple), de que avec le joint (50).

composant (du type connu sous le nom de "flip

chip” par exemple), ou autre. 8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé
Ce contrSle peut s'effectuer par comparaison 40 par le fait que le deuxiéme plot (60) est dispo-

des valeurs obtenues pour chacun des joints & s€ sur le substrat (4).

tester & une fourchette de valeurs de référence '

préétablies, ou-encore par mesure successive de - Claims

toutes les surfaces des brasures d'un méme en-
semble, détermination d'une moyenne et élimina- 45 1. Device for inspection of soldering by electronic

tion des valeurs extrémes. " measurement of the area of the soldering,
Ce dispositif est également applicable, par . characterized in that, with the soldering for-
exemple, au contrble des motifs conducteurs dépo- ming a joint (50) between an electronic compo-
sés sur un substrat, par sérigraphie notamment. nent package (1) and an interconnection sub-
Il est encore applicable, comme illustré sur la  so0 strate (4), the device includes an electrode (73)
figure 10, au contrSle de motifs isolants. arranged on the substrate, beneath the pack-
Sur cette figure, on a représenté un substrat age, and electrically connected to a first con-

- isolant 90 sur lequel a été déposé un motif isolant _ tact pad (71) arranged on the substrate at the
91 dont on souhaite contrdler I'aire. A cet effet, on periphery of the package, the first contact pad
dispose sur l'autre face du substrat 90 un motif 65 being raised to a first potential; in that the joint
conducteur 93 de surface voisine de celle du motif (50) is electrically connected to a second con-
91, qu'on porte 2 un potentiel négatif & I'aide d'une tact pad (60, 53) also arranged at the periphery’
pointe 94. Au dessus du motif 91, on dispose une of the package, and in that it furthermore in-
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Thr s device is also applicable, f.or exggggﬂ to the insp ctr

‘conducti ve pat t er ns deposited on ER 0318 especi al | y j!lﬂl I!!u!u" "l‘l " l“l
screen-printing. 5 It is further applrcable _ as |I |

Figure | | f ulating patterns. In this figure, an
I nsul at fﬁ’é’*’iﬁ‘%’g% %‘3’9 %ﬁf@éﬁﬁpr cted, on which substrate has been

deposi t gilientl Wit &uta%mt@fenuaBQOMOse area it is desired to 10
I NsSpect .thdt@e jbiftismitd BBdOsOwhode AUAbELIEt i Ng pattern 93 of surface area simlar

"t o that funttbr dpahd area P khe amflce, @indedst 0 a negative potential with the aid

f\e pOi mdan< fon imaasuririg4he twsredtrbetvagetieon t he ot her side of the sub- strate 90.
An el ectsudate B2 tiwosientrodee thet aurrentreigat | ve 15 potential is arranged above

t he pat treprese@tative dhive umhst pbelecrbnstand conducting pattern 93 is to nake it
possi bl econsequentlyset theawea o thd sufeceof the i nsul ating pattern 91 to a negative
potential. The potential dif:- ference*applied to the electrodes 92 and 93

i s DC2orDexies a%'d'"g't‘hﬁ'a'ﬁ‘pbrcatf?“t‘ﬁﬁ'z‘iﬁ'“the device is then simlar to that

descr i béEFflgree sqofytact pad (53pis_arranged 0317440 CLAI'MS 1. Device
for insP8ctd H’g}g%;{%‘?zag@m r’t‘é‘ 'B)F'eet"g%tronrc measur ement of the area of the
d

sol der i rfgnedt |nthat wrththe soldering forning a joint (50)
bet we n el L0 | nen _package (1) . and an

i nt erg'o &eqﬁ g&ordm E P % s?devr ce includes an electrode (73)
arrangegn Qs enea the package, .and el ectrically connected

- to a. first contact pad (71) arranged on_the substrate at the periphery of -
-LQ_; Phen ng the first contact pgd being raised to a first potential;

in that the joint (50) is electrically connected-to a second contact pad
(60, 53)voa:icmgaitrra.a@fanianahfuﬁdteuraeérbrphery of . the package, and in that it

f ur t-her -rohfsdhe Méssngdés LtBstlknfidohs, gedi Si Ng t he second contact pad, 15 - and

cons equddmirzgictinbiedurobidist Tatshahe adaB dgsalld-ve potential with respect to the first
pot-ent i aén eigmVérbiadung ($0) swdscien envemt Ge-el ect r ons ‘whose nunber is a function of =
t he ar edndude (Iheinssielkionischamdayalementsf or neasuring t-he current between-the

‘sur f ace und miem [YerbisHungssubstfet, (4 idetcwa-r ent being representa- 20 tive of ‘the

nunber d#i die ¥erichong el unterbaks fBhEYy-y of the area of the surface. 2.
Devi ce &8¢ drfaieny Skstrati apgagidpete feterized in.that the second contact pad

(53) is @@afw etdd'?)ﬁ'e'f‘?ﬁéhgl'tcfé‘eb?”ff’% p#tkage -(1), in electrical contact

bei e erst lle an ein
tial gelegt ist, daB die Verbindung (50) elek-
trisch an eine zweite Kontaktstelle (60, 53) 35
angeschiossen ist, die ebenfalls am Rand des
Gehduses "angeordnet ist, und daB sié ferner
W Mittel enthilt, um die zweite Kontakistelle und
- folglich die Verbindung auf ein gegenliber dem
~. - ersten ‘Potential negatives Potential zu legen, - 40 -
so daB die Verbindung Elektronen abgibt, de-
ren Zahl von der Ausdehnung der Fliche ab-
héngt, und Miitel zum Messen des Stroms
zwischen der Fléche und der Elektrode enthélt,
wobei der Strom die Anzahl der Elektroden 45
und folglich die Ausdehnung der Fliche repra- .
sentiert.

wrth th rﬁﬁ hau sa"geb B&i ce according to Claim1, characterized
in that Stg'b e & ‘é‘g,‘esf,q‘(ﬁ is arranged on the substrate (4). . ._

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch die Tatsache, daB die zweite Kontakistel- 50
le (53) auf der Seite des Gehduses (1) in
elektrischem Kontakt mit der Verbindung (50)
angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-  s5
zeichnet, daB die zweite Kontakistelle (60) auf
dem Substrat (4) angebracht ist.



